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&, Eprouvette composite

Remplacer le titre et le texte de cet article par ce qui suit:

8. Impressions pour essais — cartes pour essais

Pour la définition de carte pour essai, voir le terme 05-02 de la Publication 194 de la CEI: Termes

g L 1 - I .
VIICITIIIITITOIL COTICCTITATIU ICS CITCUTLS THIPTTINCS,

Pour la définition de impressions pour essais et éprouvette composite pour essais) yoir la
Modification n° 1 4 la Publication 194 de la CEI ( & ["étude).

8.1 Généralités

Une impression pour essais peut consister en:

— une partie de I'impression conductrice (voir Publication\l 94 dSYCF b carte

de production (voir Publication 194 de la CELder R t dans
I'application de cette carte imprimée),

— Ou une impression pour essais spéciale co nent 3

des fins d’essais.

Une impression pour essai

— sur une éprouvette détachab
détachée avant I'emploi de &

ement

Eriaux

couches additionnelles doit étre utilisée. Une impression conductrice convenable pour les cguches
additionnelles est représentée sur la figure lg, page 16. Toutes les couches additionnelles portent la
méme impression conductrice. La structure indiquée au paragraphe 8.4 doit étre utilisée.

Stume Tarte pour essar pius grande que 19 Tarte pour e55al PoTTanT UNE EpTouvele composite
(160 mm X 160 mm) est nécessaire, on peut utiliser des montages multiples, comme indigué au
paragraphe 8.5.

8.2.2 Drautres essais, par exemple le contrdle de la conformité de la qualité ou le contrdle d’entrée, sont
normalement effectués sur des cartes de production. Dautre part, des éprouveties spéciales fondées
sur des parties de I’éprouvette composite (paragraphe 8.3) ou spécialement congues, peuvent étre
utilisées apres accord entre vendeur et acheteur.
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8. Composite test pattern

Replace the title and text of this clause by the following:

8. Test pattern — test boards

For test board definition, see term 05-02 of IEC Publication 194: Terms and Definitions for
Printed Circuits

8.1

8.2

8.2.

For test pattern and composite test pattern definition, see Amendment No. 1 to IEC Publi-
cation 194 (under consideration).

General

A test pattern may consist of:

If comparativ
9

duction processes™a
necessary.

Example:

Where a @ 1th6ix layers is adequate, the structure described in Sub-clause 8.4 should be
st board with more than six layers is required, the six layer test board with
additionaklayers may be used. A suitable conductive pattern for the additional layers is shown in
Figuré\lg, page 16. All additional layers bear the same conductive patternt. The structure given in
Sub-glause 8.4 should be used.

Where a test hoard Iﬂrger than the test hoard hﬂnring a rnmpnci'fﬁ test pattern (160 mm X

8.2.2

160 mm) is required, multiple arrangements as shown in Sub-clause 8.5 may be used.

Other tests, for example quality conformance inspeciion or incoming inspection, will normally be
carried out on production boards. The use of special test patterns, either based on parts of the
composite test pattern (Sub-clause 8.3) or specially designed, may be agreed upon between vendor
and purchaser.
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8.2.3 Pour le contrdle de production, n’importe quelle éprouvette (soit partie de I'impression conduc-
trice d’une carte de production, soit n’importe quelle éprouvette spéciale) peut &tre utilisée 2 la

discrétion du fabricant.

8.3 Eprouvette composite (CTP)

En utilisant les éprouvettes élémentaires de I’éprouvette composite (figure la, page 10), on peut

procéder aux essais suivants:

Diamétre Diamétre
nominal neminal
Echantillon Essai du de’'la
trou pastille
(mm) (mm)
A 1,4
B —
C 2,5
2,0
D Variation de résistance des trous métallisés . . . . . . . 2
E Résistance d’isolement {couches externes) . . . . . 2,3
F Définition des conducteurs . . . ... ... ... N0, - -
G Force d’adhérence et décollement interlamipa — -
H Soudabilité des conducteurs . . . .. .../ ... — 3
J Résistance d'isolement (couches inte 0,8 2
K - -
L 0,8 1,8
M | Résistance d’isolemententre couches . N\ oM. .o o4 L 0,8 2
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8.2.3 For testing production, any test pattern (either part of the conductive pattern on the production
board or any special test pattern) may be used at the discretion of the manufacturer.

8.3 Composite test pattern (CTP)

Using the single test specimens of the composite test pattern (Figure 1a, page 10), the following
tests can be carried out:

Nominal Nominal
Specimen Test ' hole ‘ land
diameter diameter
(mmj)
A Solderability of plated-through holes . . . . . .. ... ..o . I8
B Pull-out strength, landless plated-through holes . . .. ........ ..
C Plating adhesion, micro-section and internal short circuits 2.
D Change of resistance of plated-through holes > 2
E Insulation resistance (surface layers) . . . ... ... ..... ./ N\ - . 2.5
F Conductor definition . . . . . ... . . . ... s ONC N —
G Peel strength and delamination . . ... .. ...... e -
H Solderability of conductors . . . . ... ... ... /L. - 3
J Insulation resistance (inner layers) 0.8 2
K Plating finishes . . ... ..... R — -
L Change of resistance of interco: 0.8 1.8
M Insulation resistance between laye 0.8 2
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8.4 Constitution des cartes pour essai

Carte pour essai comportant: Six couches Plus de six couches

—— © 2
L2 L2
— & ——— &

L4 X1

s == X3, X3, etc|
| L6 ———————————— X4, X4, etc,
Constitution

NN\ NG

N \N%)Z- 14-16-18-20-22, etc.
Nombre de couches Sk utiliser de préférence
le nombre souligné)
Epaisseur totale de la carte QrO )\/’

épaisseur nominale A s 0, 2Nnm A spécifier dans la

Stratifiés: spécification cencernée
feuille CW facessuivfe 35 pm
() N
N
Q \@,uzoins 0,1 mm
uilles

Au motns 2

Trous W Trous métallisés
<%w\) A préciser dans la spécification concernée

Remdrgues Les impressions doivent étre correctement orientées en fonction de
la constitution choisie.

Un espace suffisant doit étre prévu autour de la zone d’impression
pour mettre en place un systéme d'indexation.

C ouche
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8.4  Structure of test boards

Test board with;

Six layers

More than six layers

C——— &
L2
—

14

I
L2
-
X1

Structure

I
L6

i

(- X3, X5, etc.
| S —— X4, X6, etc.
X2
4

Number of layers

Six

2 Mzo-g. et

underlined numbers are
eferred)

Total board thickness

MM

nominal thickness
Laminate:

conductive foil

thickness
Insulation:
bondm )3\

Not lass th 2 mw
1 cop yth sid
0.1 Mm

2 minimum

To be specified in the relevant
specification

D

construction.

modate a registration system.

Holes All holes plated-through
Surface/finis \ To be specified in the relevant specification
Remarks The patterns shall be correctly onentated according to the method of

Sufficient space shall be provided outside the pattern area 10 accom-
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8.5 Disposition d’éprouvettes composites multiples

Si on doit utiliser une carte pour essai ayant une partie active plus grande que la carte pour essai
comportant une éprouvette composite (160 mm X 160 mm), on peut utiliser un montage de
plusieurs cartes comme indiqué au paragraphe 8.3. Ces montages doivent étre tels que chaque
angle de la partie active de la carte pour essai (multiple) soit occupé par une éprouvette composite.
Les parties vides entre les éprouvettes composites ne devront pas dépasser les dimensions de
I'éprouvette composite.

Exemples de dispositions d’éprouvettes muitiples:

. Deux éprouvettes composites:

cTP | cTP

Si@)u t posites:
N(\\
< > /CE P @ cTP cTP cTP

% p|cT cTP cTP cTP
\\ L P
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8.5 Multiple arrangement of the composite test pattern

Where test boards larger (active area) than test boards bearing one composite test pattern
(160 mm X 160 mm) are required, multiple arrangements as shown in Sub-clause 8.3 may be used.
The multiple arrangements shall be such that each corner of the active area of the (multiple) test
board is occupied by a composite test pattern. Unoccupied areas between the composite test

patterns should not exceed the dimensions of the composite test pattern.

Example of multiple arrangements:

Two composite test patterns:

cTP | cTP

N ~

Four composite test patte

Six co po%est a

A\

CTP/\EY

Y

S

0

CTP

cTpP

cTeP

cTpP

CTP

cTe
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Remplacer la figure 1a existante par la suivante:
Replace the existing Figure Ia by the following:

4 g

[s19W, /,’>Q|",,’/Iolj|
£19,7 %8210
(02565 00 4

A,

52583

Note — Lafigure la est destinée a tocaliser les échantillons dans I’éprouvette composite; elle ne correspond pas a 'impression de la
couche L1,

; itlons C
et M, voir figure 1d, page 13.

Figure la is given to identify the locations of the specimens 1n the composite test pattern; it doesn’t show the pattern of
layer L1.

Cross-hatched areas shown on specimens A, B. D, G, L are X-layer patterns. For X-layers of specimens C and M, see
Figure 1d, page 13.

FIG. 1a. — Place des impressions de ’éprouvette composite.
Composite test pattern locations.
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Remplacer la figure 1b existante par la suivante:
Replace the existing Figure 1b by the following:

ECHANTILLON A
SPECIMEN A

Couches L1 et L6
Layers L1 and LG

o [ 1T

ECHANTILLON B
SPECIMEN B

Couches L1 et L6
Layers L1 and L6

| -

-

— —0000000

- — 0000000

~

<
S
@
N

Couches L3, L4 et X
Layers 1.3, L4 and X

L

Couches L3, L4 et X
Layers L3, L4 and X

22

|
8b

Dimensions en millimétres

1 527/83

Dimensions in millimetres

Note. — Dans les échantillons A, B et D, les couches L2 et L5 sont totalement décuivrées.
In specimens A, B and D, layers L2 and L5 are free of copper.

FIGURE 1b
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Remplacer la figure Ic existante par la suivante:
Replace the existing Figure Ic by the following:

326-6 mod. 1 © CEI 1983

ECHANTILLON J
SPECIMEN J

Couches L1 et LE
Layers L1 and L6

42
67,4
80

I

Couche L2 uche L3
Layer L2 er L3
r | N
®
[ )
®
L _
Couche LD
Layer L5
o [e o!
L J ® [ 2
|
® ° e

L® il
Dimenstons en millimeétres

Note. — Les couches X sont totalement décuivrées.

Layers X are free of copper.
FIGURE lc

[ ]
I l 528483

Dimensions in millimetres
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Remplacer la figure 1d existante par la suivante:

Replace the existing Figure 1d by the following:
ECHANTILLON C

SPECIMEN C
Couches L1 et L8
Layers L1 and L6 ECHANTILLON M
5,08 SPECIMEN M
'1 e , Couches L1 et L6
. — . o8 Loveret 1l and 16
p= ] T 1| I 7
3 C micrographigque
___1,'5"5_5'5_—91,1 — — = | Souwe micrographig 2
1o} w—'—ﬁ — — = Micrasection
o cj: o 0 52 (e o
of =
“‘42 Adhérence du
— ol 1S o]t revetement métallique
D' 1} o] [ -—
_ - Plating adhesion
o)
0
@)
1 2 -
]Iro-o-o -_— ’:‘"' Sﬂjrtsfcwcults mtemz
o N Internal short circuits
. - 1
3 4 __I
L, & .

Couche L3
Layer L3

] Couche L4
Layer L4

Couches L2 et L4 |—. ® —l

Couches X impaires
Layers L2 and L4

Layers X even numbers Layers X odd numbers
Lo "
Couches X pares Couches X imparres Couche L5
|c\, e X PR ST ET=Y V=y |’177 X cadd morab o L, LE

Mw ol My o Moo o]

L_. . _l l_.. L] ._I |_ _J 529783

Dimensions en milfimérres Dimensions in millimetres

FIGURE 1d
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Remplacer la figure I¢ existante par la suivante:
Replace the existing Figure le by the following :

ECHANTILLON L

SPECIMEN L
Couches L1 et L6 Couche L2
Layers L1 and L6 Layer L2

326-6 mod. 1 © CEI 1983

ECHANTILLON G
SPECIMEN G

L

35
Couche L3

Layer L3
[_l o o '_I
]

(o]
o o

Toutes couches X
All X layers

COUCTES CF 81 LD
Layers L1 and L6

— o
~T
o g
» =2
1
1
3 1
20

Couches L3, L4 et X
Layers L3, L4 and X

T

80

100

27

Dimenstons en millimétres

Note. ~ Les couches L2 et L5 sont totalement décuivrées.
Layers L2 and LS are free of copper.

FIGURE le

11 ]
LAJ
Couches L1 et L6
Layers L1 and L6

JX0w3

Dimensions in millimetres
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